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Sachverhalt und Antrage

1695.D

Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der
Prifungsabteilung, die europaische Patentanmeldung

Nr. 96 946 147 wegen mangelnder erfinderischer Tatigkeit
(Artikel 56 EPU 1973) zuriickzuweisen.

Der einzige unabhangige Anspruch lautet wie folgt (der
Unterschied zu der der beanstandeten Entscheidung
zugrunde liegenden Fassung des Anspruchs und die
Merkmalsgliederung wurden von der Kammer hervorgehoben

bzw. hinzugefigt):

"Mit akustischen Oberflachenwellen arbeitendes, fir eine

Flip-Chip-Montage geeignetes Bauelement,

a) mit einem Substrat (1), auf dem elektrisch leitende
Strukturen (3) angeordnet sind, wobei die Strukturen
ausgewahlt sind aus Elektrodenfingern von
Interdigitalwandlern, Resonatoren und Reflektoren,

b) mit Anschlussflachen, an die die elektrisch leitenden
Strukturen (3) angeschlossen sind,

c) mit einer kappenformigen Abdeckung (2), die
Ausnehmungen aufweist wobei die Ausnehmungen die
elektrisch leitenden Strukturen aufnehmen, zusammen
mit dem Substrat ein Geh&use bilden und die
elektrisch leitenden Strukturen dicht gegen
Unmwelteinflisse verkapseln,

d) wobeil In der Abdeckung (2) ein Fenster (6) vorgesehen
ist,

e) wobeil eine auf Teilen der Abdeckung (2) aufliegende
strukturierte lotfahige Schicht (4) aufgebracht ist,
die durch das Fenster (6) hindurch die
Anschlussflachen kontaktiert,



1v.

1695.D

-2 - T 0833706

T) wobei die strukturierte 10tfahige Schicht (4)
gro3flachig i1st und die Abmessungen aufweist, die
grol3 gegen die Abmessungen der Anschlussflachen

sind."

Die folgenden Dokumente wurden iIn der Entscheidung
bericksichtigt:

D1: EP 0 645 807 A

D3: WO 95/30276 A

Die Priufungsabteilung hat ihre Entscheidung wie folgt
begrindet:

— Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheide sich von
dem aus D3 bekannten Bauelement dadurch, dass auf der
Abdeckung Strukturen einer lotfahigen Schicht
aufgebracht seien, die durch das Fenster hindurch die
Anschlussflachen kontaktieren, wobeil die Strukturen
der lotfahigen Schicht auch auf Teilen der Abdeckung
auflagen, grofl3flachig seien, und die Abmessungen
dieser Strukturen grol3 gegen die Abmessungen der
Anschlussflachen seien. Der technische Effekt dieser
Unterschiede sei, dass das Bauelement fur eine Flip-
Chip-Montage geeignet sel.

— Die objektive Aufgabe, ausgehend von D3, sei die
Anpassung des aus D3 bekannten Bauelements fir eine
Flip-Chip-Montage. Die Flip-Chip-Montage und ihre
Vorteile gegenitber der Bonding-Montage seien dem
Fachmann bekannt, z.B. aus DI. DI beschreibe
Bauelemente, die fTur eine Flip-Chip-Montage geeignet

seien. Der Fachmann wirde, ohne erfinderische
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Uberlegungen, die Lehre von DI auf das aus D3

bekannte Bauelement anwenden.

Beschwerdefiihrerin fihrte im Wesentlichen folgendes

aus:

Es sei Aufgabe der Erfindung das aus D3 bekannte
Bauelement weiter zu entwickeln um eine Flip-Chip-
Montage desselben zu ermoéglichen. Im Unterschied zu
dem aus D3 bekanntem Verfahren werde eine l6tfahige
Schicht auf die Abdeckung aufgebracht, d. h. nach
Verkapselung des Bauelementes. Dies ermdgliche eine
gro3flachige Kontaktstelle bereitzustellen ohne dafir
Flache des Substrats zu opfern. D3 offenbare als
Kontaktierungsmoglichkeit ein Bonden des Bauelementes

und gebe keine Anregungen zu einer Flip-Chip-Montage.

D1 beziehe sich auf ein grundsatzlich anderes
technisches Gebiet, namlich das der Halbleiter-
Elemente, bei dem druckempfindliche Bauteile wie bei
OFW-Baulementen nicht vorgesehen seien. Deshalb sei
es uUberraschend, dass eine Kontaktierung auf der auf
die Abdeckung aufgebrachten 16tfahigen Schicht die
Eigenschaften des OFW-Baulements nicht beeintrachtige.

Die Erfindung ermoégliche es die Kontaktstelle
gro3flachig herzustellen, wobeil eine grofle Toleranz
der Strukturierung die Herstellung vereinfache. Auch
der LOt- oder Bondprozess beil der Montage konne mit
grollerer Toleranz durchgefuhrt werden. Dies spiele
bei einer fortschreitenden Miniaturisierung der

Bauteile eine wesentliche Rolle.
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Die Beschwerdefuhrerin beantragt die angefochtene
Entscheidung aufzuheben und ein Patent mit folgender

Fassung zu erteilen:

Patentanspriuche 1 bis 4 geméall dem mit der
Beschwerdebegrindung eingereichten Antrag.

Entscheidungsgrinde

1.

2.

2.1

2.2

2.3
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Die Beschwerde ist zulassig.

Erfinderische Tatigkeit (Artikel 56 EPU 1973)

Es ist unstrittig, dass Dokument D3 den nachstliegenden
Stand der Technik darstellt, wobei dieses Dokument ein
Bauelement mit den Merkmalen (a) bis (d) offenbart

(Seite 4, Zeile 13 bis Seite 6, Zeile 32 Figuren 1 bis

3).

Das erfindungsgemdlle Bauelement unterscheidet sich von
dem aus D3 bekannten Bauelement durch die Merkmale (e)
und (F), d.h. durch das Vorhandensein einer grofRflachig
strukturierten lotfahigen Schicht auf Teilen der
Abdeckung, die durch das Fenster hindurch die
Anschlussflachen kontaktiert. Hiermit wird eine Flip-
Chip-Montage des Bauelements ermdglicht.

Die Kammer stimmt der Beschwerdefihrerin zu, dass es die
objektive Aufgabe der Erfindung ist das aus D3 bekannte
Bauelement fur eine Flip-Chip-Montage weiter zu

entwickeln.
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Die Flip-Chip-Montagetechnik ist ein an sich bekanntes
Verfahren bei dem ein Bauelement auf eine Tragerplatine
so aufgebracht wird, dass die Kontaktstellen auf
Bauelement und Platine sich gegenuberliegen und entweder
miteinander verlotet oder mittels eines leitfahigen
Klebstoffs verbunden werden. Dieses Verfahren ist z.B.
D1 zu entnehmen, wobei es iIn D1 zur Kontaktierung einer
Flussigkristalleinheit verwendet wird. In diesem Sinn
iIst der Beschwerdefuhrerin zuzustimmen, dass D1 ein
anderes technisches Gebiet als dasjenige der OFW-
Baulemente betrifft. Dennoch ist D1 zum Veranschaulichen
der Flip-Chip-Montagetechnik geeignet. Bei dem in D1
offenbarten Verfahren wird eine Schicht 14 auf einer
Anschlussflache 12 gebildet, die durch ein in der auf
der Anschlussflache 12 liegenden Schutzschicht 13
getffnetes Fenster die Anschlussflache 12 kontaktiert.
Ein auf der Schicht 14 aufgebrachter Bump 15 wird durch
einen leitfahigen Klebstoff 18 mit der auf der Platine
16 liegenden Anschlussflache verbunden (Spalte 5,

Zeile 54 bis Spalte 6, Zeile 35; Figuren 4 und 5).

Der Fachmann, der vor die Aufgabe gestellt wird, das aus
D3 bekannte Bauelement fiur eine Flip-Chip-Montage
bereitzustellen, muss die in D3 dargestellte
Anschlussflache 21 so ausbilden, dass sie mittels eines
Bumps mit der Tragerplatine verbunden werden kann.
Insbesondere muss er berucksichtigen, dass er einen
Kontakt zwischen einem miniaturisierten Bauelement und
einer Tragerplatine herstellt, die Ublicherweise grofliere
Dimensionen aufweist. Es ergibt sich daher zwangslaufig
ein Ubergang zwischen einem kleineren (die Kontaktflache
des Bauelements) und einem groélBeren Bereich (die
Kontaktflache der Platine) der dementsprechend T- oder

trichterformig ausfallt, wie dies auch der Figur 5 von
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D1 zu entnehmen ist. Es ist nach Auffassung der Kammer
fur den Fachmann naheliegend diese trichterformige
Struktur zu bericksichtigen und durch entsprechende
MaBnahmen zu unterstitzen. Dies wird in der vorliegenden
Anmeldung dadurch erreicht, dass sich die lotfahige
Schicht auf die Abdeckung erstreckt, so dass der Kontakt
zwischen Anschlussflache 4, Bump 7 und Tragerplatine
trichterformig gestaltet werden kann. Die trichterartige
Form eines Flip-Chip-Kontakts ergibt sich von selbst und
bedingt eine andere Gestaltung des Kontakts als z.B.
beim Bonden durch einen Golddraht, wie in D3, der die
Anschlussflachen unabhangig von deren tatsachlicher

GroRe verbindet.

Die Kammer kommt deshalb zu dem Schluss, dass das
Bauelement gemall Anspruch 1 nicht den Erfordernissen des
Artikels 56 EPU 1973 genugt.
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Entscheidungsftormel

Aus diesen Grunden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurickgewiesen.

Die Geschaftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende:

S. Sanchez Chiquero R. G. 0"Connell

1695.D



